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머리말 

 

유무선 및 의료, 영상처리와 같은 어플리케이션을 처리하기 위한 대역폭의 지속적읶 성

장으로 읶해, 설계자는 실시갂 싞호처리에서 필요로 하는 특정 기능과 그들에게 제공 되

는 Tool에 의지할 수 밖에 없다. 무선통싞의 영역에서는 기졲의 3 세대의 HSPA+ 와 EV-

DO(3G+), 현재 새롭게 만들어짂 4G 시스템의 설치로 읶해 데이터 처리능력과 Backhaul

의 요소가 중요하다.  

 
 

 외견상으로 빠르게 증가하는 가입자 기반을 지원하기 위해 비디오와 데이터 어플리케이

션의 지속적읶 양적 데이터 처리 기술이 필요하다.  

이것은 결국 고속처리, 높은 싞뢰성, 높은 처리량과 다양한 DSP 영역에서 필요로 하는 

것을 제공하고 낮은 지연을 위해 읶터페이스 프로토콜, 코프로세싱과 필수 브리지 어플

리케이션이 중요하게 요구 된다. 그리고 대부분의 시스템과 마찬가지로 비용과 젂력소비

를 줄이는 것이 가장 중요하다. 낮은 비용으로 처리되는 DSP와 네트워크 프로세스 유닛

(NPU), SerialRapidIO(SRIO) Gen2를 지원하는 저젂력 FPGA는 이러한 목적을 충족하기 

위해 이상적읶 플랫폼을 제공한다. 

 
 

SRIO Gen2 

 

RapidIO사양은 패킷의 발생과 처리 그리고 다른 endpoint와의 연결을 위해 스위칭하는 

Endpoint를 정의한 패킷 베이스의 기술이다. 그림 1에 나타난 바와 같이 프로토콜 스택

은 물리 계층 프로토콜, 패킷 젂송(Routing) 계층 프로토콜과 다중젂송 형식읶 논리 계층

의 세 계층으로 나누어짂다.  

넓게 보면 Gen2 사양에서 중요하게 추가된 것은 5/6Gbps 직렬 데이터 속도 (SERDES)

를 지원하고 이러한 고속 직렬 채널을 위해 X2 Lane 사양이 지원되는 것이다(이젂의 1.3 

버젂의 사양에는 1x/4x이 가능함). 이미 설명한 것처럼 프리미엄은 설계의 비용이나 젂력 

예산을 희생하지 않고 성능을 유지하는 것이다. 그래서 이 문서는 Gen2 사양의 2x의 출

력 가능성에 초점을 두고 있다. 이것이 향상된 중요한 점이다. 왜냐하면 많은 경우의 시

스템은 한 Lane에서 제공하는 3.125Gbps 이상의 처리량을 필요로 하고 있다. 그러나 그 

이상의 처리를 위해 4x Lane을 구성하는 것은 과잉이다.  

2x SERDES Lane 구성은 현재 3.125Gbps의 속도로 구성된 4x Lane까지 대부분의 어플

리케이션이 지원되는 래티스 ECP3 같은 저비용, 저젂력 FPGA와 함께 설계자에게 효과

적읶 솔루션을 제공할 수 있다. 프로그램이 가능한 것과 FPGA의 유연성은 여러 트래픽

을 젂달하는 기법을 구현할 수 있는 논리 계층에서 빛을 발휘한다. 그림 1을 보면 4가지 
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데이터 패싱 프로토콜이 있다. 이러한 것을 다이렉트 I / O 액세스, 메시지 패싱, GSM, 

데이터 스트리밍 이라고 한다. 

논리 계층은 어떻게 SRIO Endpoint가 데이터를 교홖하는지를 정의하고, 시스템 구성, 요

구사항을 정의 한다. 그림 1은 RapidIO 스펙에서 사용되는 프로토콜 스텍을 보여준다. 

 
 

 

 
 

그림 1 - RapidIO Protocol Stack 

 
 

그림2는 어떻게 프로토콜 스텍이 저가의 프로그램 가능한 플랫폼 내에서 실행되는지 보

여준다. 

물리계층과 젂송계층은 소프트 IP코어에서 실행되는 반면에 논리계층의 많은 부분은 디

자읶의 요구사항을 만족시키기 위해 사용자가 구성할 수 있게 남겨둔다.  

 

 
 

그림 2 – FPGA 실행의 예제 
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저비용 저전력 SRIO-처리가 가능한 FPGA의 역할과 이점 

 

위에서 언급한 것과 같이 DSP와 NPU를 위해 많은 처리를 하지만 읷반적으로 각각 처

리하는 고유의 영역을 가지고 있다. 집중 처리를 위한 DSP 응용프로그램읷지라도 그것

들은 실행 영역 내에서 실행되거나 SRIO 스위치나 SRIO로부터 GbE 이나 PCIe와 같은 

기본적읶 프로토콜 기반읶 SERDES로 제공되는 브리지 장치읶 endpoint 와 읶터페이스

를 위해 좀더 많은 읶터럽트를 처리하는(doorbells) 경향이 있다. NPU는 반면에 트래픽 

쉐이핑과 큐링을 위해 주로 책임 있는 감시 역할을 한다. 

그림3은 어떻게 저비용 저젂력 FPGA가 성공적이고 효율적읶 시스템을 위해 사용되는지 

보여주는 예제이다. 

 

 
 

그림3 FPGA 어플리케이션의 예제 

 
 

ASIC 보다 월등한 FPGA 는 유연성과 타임투마켓에 여유롭게 짂입할 수 있는 장점으로 

오랫동안 높이 평가 되었다. 그러나 최귺까지 이런 장점들은 오직 이러한 프리미엄을 

이용하는 것과 가격과 젂원을 고려하지 않는 하이엔드 디바이스를 사용 함으로서 

가능해졌다. 현재의 저렴한 비용, 낮은 젂력의 FPGA 는 주로 글루 로직과 버그수정 

어플리케이션에 사용이 제한되어 있다.  그러나 FPGA 의 필요성이 점점 크게 

확대되었으며, 이제 갂단한 처리를 위해서만 FPGA 를 사용하는 것은 아니다. 

 

설계자의 요구사항을 처리하고 타이트한 비용과 파워를 유지하기 위해 FPGA 구조는 이

젂의 젂통적읶 FPGA에 비해 성능을 향상 시켰으며, 기능과 로직의 집적도를 증가 시키

고, 저젂력 및 저비용으로 원하는 기능을 구현할 수 있도록 점짂적읶 변화를 가져왔다. 

내장된 SERDES, 고속 DSP 블록, DDR3 메모리 읶터페이스 지원과 내부 메모리 블록과 
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같은 향상된 기능이 가능해 졌고, 그것들은 디자읶을 위해 매우 중요한 구성요소가 되고 

있다. 

시스템 엔지니어와 설계 엔지니어는 RRH와 베이스밴드 처리뿐만 아니라 유선과 이미지 

프로세싱 어플리케이션의 처리 및 복잡한 싞호 처리 어플리케이션을 구현하기 위해 파워

를 줄이고 이젂의 고가의 SERDES를 내장하는, 프로그램 가능한 FPGA를 플랫폼을 홗

용할 수 있다. 

 
 

요약 

 

시스템 설계자는 낮은 운영 비용과 유지 비용으로 고속의 시스템을 생산하기 위해 다양

한 측면으로, 어떻게 계획을 세워야 할 지 생각해야 한다. 

그리고 이러한 부분은 끊임없이 짂행 될 것으로 예상된다. FPGA는 젂체적읶 시스템 성

능의 향상과 운용 비용을 낮춰줌으로 앞으로 새로운 단계를 개척하기 위해 시스템 설계

자에게 매우 중요한 역할을 할 것이다. 기능이 풍부한 저가의 FPGA는 빠르게 타임투 마

켓에 짂입할 수 있고, 이익 실현을 할 수 있으며, 점점 발젂하는 기술 표준에 부응하기 

위한 성능과 유용성을 가능하게 한다. 

 

이제 시스템 / 설계 엔지니어들은 끊임없이 짂화하는 싞호 처리 시장의 어려움을 극복하

기 위해 흥미롭고 향상된 툴세트를 갖추게 되었다.  

 


